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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 の 洗 浄 液 に お い て 、 以 下 の 成 分 （ ａ ） 、 （ ｂ ） 、 （ ｃ ） 、 及 び （
ｄ ） を 含 み 、 か つ ｐ Ｈ が １ ． ５ 以 上 ６ ． ５ 未 満 で あ る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 デ バ イ ス 用
基 板 洗 浄 液 。
　 成 分 （ ａ ） ： 有 機 酸
　 成 分 （ ｂ ） ： 有 機 ア ル カ リ 成 分
　 成 分 （ ｃ ） ： 界 面 活 性 剤
　 成 分 （ ｄ ） ： 水
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 お い て 、 前 記 成 分 （ ａ ） が カ ル ボ キ シ ル 基 を １ 以 上 有 す る 炭 素 数 １ ～ １ ０ の
有 機 化 合 物 で あ る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 洗 浄 液 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 お い て 、 前 記 成 分 （ ｂ ） が 以 下 の 一 般 式 （ Ｉ ） で 表 さ れ る こ と を 特 徴 と す る
半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 洗 浄 液 。
　 　 　 　 　 　 　 　 （ Ｒ １ ） ４ Ｎ ＋ Ｏ Ｈ － 　 　 　 　 　 　 　 … （ Ｉ ）
（ 但 し 、 Ｒ １ は 水 素 原 子 、 或 い は 水 酸 基 、 ア ル コ キ シ 基 、 又 は ハ ロ ゲ ン に て 置 換 さ れ て い
て も よ い ア ル キ ル 基 を 示 し 、 ４ 個 の Ｒ １ は 全 て 同 一 で も よ く 、 互 い に 異 な っ て い て も よ い
。 但 し 、 全 て 同 時 に 水 素 原 子 で あ る 場 合 を 除 く 。 ）
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ な い し の い ず れ か １ 項 に お い て 、 前 記 成 分 （ ａ ） の 含 有 量 が ０ ． ０ ５ ～ １ ０
重 量 ％

で あ る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 デ バ イ ス 用
基 板 洗 浄 液 。
【 請 求 項 ５ 】

１ に

２ に

３
で あ り 、 前 記 成 分 （ ｂ ） の 含 有 量 が ０ ． ０ １ ～ １ ０ 重 量 ％ で あ り 、 且 つ 、 前 記 成 分

（ ｃ ） の 含 有 量 が ０ ． ０ ０ ０ ３ ～ ０ ． １ 重 量 ％



　 請 求 項 １ な い し の い ず れ か １ 項 に お い て 、 前 記 成 分 （ ａ ） と （ ｂ ） と の 重 量 比 率 ［ 成
分 （ ａ ） ／ 成 分 （ ｂ ） ］ が ０ ． ８ 以 上 ５ 以 下

で あ る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体
デ バ イ ス 用 基 板 洗 浄 液 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ に お い て 、 前 記 半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 が 表 面 に 金 属 配
線 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 洗 浄 液 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ に お い て 、 前 記 半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 が 表 面 に 低 誘 電
率 絶 縁 膜 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 洗 浄 液 。
【 請 求 項 ８ 】
　 以 下 の 成 分 （ ａ ） 、 （ ｂ ） 、 （ ｃ ） 、 及 び （ ｄ ） を 含 み 、 か つ ｐ Ｈ が １ ． ５ 以 上 ６ ． ５
未 満 で あ る 液 を 用 い て 、 半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 を 洗 浄 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 デ バ イ
ス 用 基 板 の 洗 浄 方 法 。
　 成 分 （ ａ ） ： 有 機 酸
　 成 分 （ ｂ ） ： 有 機 ア ル カ リ 成 分
　 成 分 （ ｃ ） ： 界 面 活 性 剤
　 成 分 （ ｄ ） ： 水
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 に お い て 、 前 記 成 分 （ ａ ） が カ ル ボ キ シ ル 基 を １ 以 上 有 す る 炭 素 数 １ ～ １ ０ の
有 機 化 合 物 で あ る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 の 洗 浄 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 に お い て 、 前 記 成 分 （ ｂ ） が 以 下 の 一 般 式 （ Ｉ ） で 表 さ れ る こ と を 特 徴 と す る
半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 の 洗 浄 方 法 。
　 　 　 　 　 　 　 　 （ Ｒ １ ） ４ Ｎ ＋ Ｏ Ｈ － 　 　 　 　 　 　 　 … （ Ｉ ）
（ 但 し 、 Ｒ １ は 水 素 原 子 、 或 い は 水 酸 基 、 ア ル コ キ シ 基 、 又 は ハ ロ ゲ ン に て 置 換 さ れ て い
て も よ い ア ル キ ル 基 を 示 し 、 ４ 個 の Ｒ １ は 全 て 同 一 で も よ く 、 互 い に 異 な っ て い て も よ い
。 但 し 、 全 て 同 時 に 水 素 原 子 で あ る 場 合 を 除 く 。 ）
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 な い し の い ず れ か １ 項 に お い て 、 前 記 成 分 （ ａ ） の 含 有 量 が ０ ． ０ ５ ～ １
０ 重 量 ％

で あ る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 デ バ イ ス
用 基 板 の 洗 浄 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 請 求 項 な い し の い ず れ か １ 項 に お い て 、 前 記 成 分 （ ａ ） と （ ｂ ） と の 重 量 比 率 ［
成 分 （ ａ ） ／ 成 分 （ ｂ ） ］ が ０ ． ８ 以 上 ５ 以 下

で あ る こ と を 特 徴 と す る 半 導
体 デ バ イ ス 用 基 板 の 洗 浄 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　

【 請 求 項 １ ４ 】
　

【 請 求 項 １ ５ 】
　 請 求 項 に お い て 、 前 記 半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 は 、 基 板 表 面
に Ｃ ｕ 膜 と 低 誘 電 率 絶 縁 膜 を 有 し 、 か つ 、 Ｃ Ｍ Ｐ 処 理 後 に 基 板 を 洗 浄 す る こ と を 特 徴 と す
る 半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 の 洗 浄 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 請 求 項 に お い て 、 前 記 Ｃ Ｍ Ｐ 処 理 が ア ゾ ー ル 系 防 食 剤 を 含 む 研 磨 剤 に よ り 行 わ れ る
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４
で あ り 、 前 記 成 分 （ ｃ ） と （ ｂ ） と の 重 量 比

率 ［ 成 分 （ ｃ ） ／ 成 分 （ ｂ ） ］ が ０ ． ０ １ 以 上 ０ ． ２ 以 下

な い し ５ の い ず れ か １ 項

な い し ６ の い ず れ か １ 項

８

９

８ １ ０
で あ り 、 前 記 成 分 （ ｂ ） の 含 有 量 が ０ ． ０ １ ～ １ ０ 重 量 ％ で あ り 、 且 つ 、 前 記 成

分 （ ｃ ） の 含 有 量 が ０ ． ０ ０ ０ ３ ～ ０ ． １ 重 量 ％

８ １ １
で あ り 、 前 記 成 分 （ ｃ ） と （ ｂ ） と の 重 量

比 率 ［ 成 分 （ ｃ ） ／ 成 分 （ ｂ ） ］ が ０ ． ０ １ 以 上 ０ ． ２ 以 下

請 求 項 ８ な い し １ ２ の い ず れ か １ 項 に お い て 、 前 記 半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 が 表 面 に 金 属
配 線 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 の 洗 浄 方 法 。

請 求 項 ８ な い し １ ３ の い ず れ か １ 項 に お い て 、 前 記 半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 が 表 面 に 低 誘
電 率 絶 縁 膜 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 の 洗 浄 方 法 。

８ な い し １ ４ の い ず れ か １ 項

１ ５



こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 デ バ イ ス 用 基 板 の 洗 浄 方 法 。
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